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Resumen

Al buscar mejorar la eficiencia en la industria fotovoltaica podemos ver cada detalle del
proceso, desde las materias primas que se usan hasta la mantencién que se realiza luego de la
instalacidn, y encontrariamos una manera de mejorar cada uno de ellos. Uno de estos detalles
que se busca optimizar es el recubrimiento del panel. Y ya sea creando capas que lo protejan y
mantengan limpio o un panel que en si sea autolimpiante, debemos tener conocimiento de
cémo se comportan los distintos agentes externos sobre esta superficie, sobre todo aquellos
capaces de generar el soiling.

Para este trabajo buscamos particulas que componen el soiling en paneles fotovoltaicos del
Desierto de Atacama y por medio del uso de un micromanipulador con un microscopio 6ptico
invertido generamos una sonda coloidal utilizando las propiedades de adhesion y capilaridad
de las particulas [1]. Sin embargo, este método no fue muy efectivo por lo que recurrimos a un
epoxi que nos permitié adherir la particula al cantilever. Para comprobar que la particula se
encuentre en el lugar correcto del cantilever utilizamos el microscopio éptico y realizamos una
imagen de microscopia electrénica (SEM) de la punta (Figura 1). Finalmente, con esta punta, y
utilizando la técnica de AFM, podremos determinar la fuerza de adhesion entre estas particulas
y distintas superficies, en especifico aquellas que recubren los paneles solares.
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Figura 1: Sonda coloidal echa con particula de polvo
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